

Приложение 1. Основные понятия



При описании процедур разработки печатных плат в системе ACCEL EDA используются следующие понятия. 



Alias – дополнительные имена (псевдонимы) компонента.



Aligning components – выравнивание компонентов.



Aperture – диафрагма фотоплоттера, с помощью которой выполняется засветка фоточувствительного слоя.



Aperture number – номер апертуры (диафрагмы) фотоплоттера.





A
ssociate components 
– 
з
адание 
связи одного или нескольких маленьких компонентов с одним большим компонентом 
(термин 
SPECCTRA)





Attribute – атрибут – вспомогательная информация, заносимая в описание библиотечного компонента или на поле чертежа с помощью специальных ключевых слов. Имеет формат <ключевое слово>=<значение>. Список зарезервированных ключевых слов приведен в Приложении 2.



Blind and Buried Vias – глухие или межслойные ПО.



Bottom side – нижняя сторона ПП (сторона пайки при традиционном монтаже компонентов в сквозные отверстия).



Bus – линия групповой связи на принципиальных электрических схемах, шина питания или общая цепь.



Checkpoint file – файл результатов трассировки, сохраняемых в конце каждого прохода (для восстановления результатов трассировки после сбоев).



Checkpoint interval – продолжительность интервала между автосохранениями файла текущих результатов траccировки.



Class – определяемая пользователем совокупность цепей, причем каждая цепь может входить более чем в один класс (термин SPECCTRA)



Clearance – зазор, минимальное расстояние между краями двух проводников (ПО, контактных площадок). Определены такие типы зазоров: проводник–проводник, проводник–контактная площадка, контактная площадка–контактная площадка, край платы–проводник, край платы–контактная площадка.



Cluster – группа компонентов, которые необходимо разместить на плате совместно или в одной и той же области на плате (термин SPECTRA).



Component – компонент (ИС, транзистор, резистор и т. п.).



Daisy-chain – техника соединений выводов компонентов таким образом, чтобы суммарная длина проводников, соединяющих пары выводов, была минимальна при условии, что каждый вывод не может принадлежать более чем двум частям цепи. Число частей, на которые разбивается цепь, содержащая n выводов, равна n-1.



Diagonal routing – диагональная разводка; тип разводки, при которой программа автотрассировки может генерировать проводники не только под прямыми углами, но и по диагонали под углом 45(.



Disable – выключить какой-нибудь режим.



Disconnected wire – неразведенная цепь.



Edge spacing – расстояние от края проводника или контактной площадки до края ПП.



Enable – включить какой-нибудь режим.



Escape wires – короткий проводник между планарным выводом и ПО, генерируемый по команде Fanout (термин SPECCTRA, аналог понятию стрингер, принятому в P-CAD)



Expose –короткий проводник между штыревым выводом и ПО (аналог стрингера для планарных выводов, термин SPECCTRA).



Family – 
группа
 корпусов компонентов (термин SPECCTRA).



Fanout – генерация коротких трасс – Escape (по принятой в P-CAD терминологии стрингеров), соединяющих вывод планарного компонента со сквозным ПО. Стрингеры улучшают результаты трассировки, обеспечивая большее число слоев, через которые может соединяться планарный контакт. Перед началом автотрассировки генерируются стрингеры на все планарные контакты, а после трассировки неиспользованные стрингеры удаляются. 



Fence – создание одной или нескольких областей запрета трассировки для разделения цепей аналоговых и цифровых сигналов (термин SPECCTRA)



Fine-line technology – технология тонких линий – технология изготовления ПП, позволяющая использовать настолько тонкие проводники и малые зазоры, что между соседними контактными площадками компонента, расположенными на расстоянии 100 мил, можно провести более одного проводника.



Fix Net – фиксированная цепь. Она полностью изолирована – автотрассировщик SPECCTRA не может передвигать ее сегменты и подключать другие трассы.



Flash – изображение зоны засветки фотоплоттера. 





F
l
oo
r 
P
l
an 
–
 
группа компонентов, ассоциируемая с комнатой
 (термин SPECCTRA).






F
ootprint 
– 
типово
е посадочное мес
то 
к
омпонента
.





Fromto – участок цепи, соединяющий соседние выводы (термин SPECCTRA).



Gate – отдельный вентиль компонента (в системе P-CAD под вентилями понимают наименьшие самостоятельные части, на которые можно условно разделить компонент). 



Grid – координатная сетка, сетка трассировки.



Group – объединение участков цепей Fromto, соединяющих два соседних вывода (термин SPECCTRA)



Hatching – штриховка полигонов. 



Heterogeneous component – неоднородные компоненты, состоящие из секций разного типа.



Histogram – гистограмма плотностей связей, служащая для оценки вариантов размещения компонентов. 



Image – типовой корпус компонента (терминология SPECCTRA).



Keepout – определяемая пользователем область на ПП (“барьер”), где программам PRO Route и SPECCTRA запрещается размещать проводники или ПО в процессе трассировки и компоненты в процессе размещения. Изображается в виде линии или полигона. В программе SPECCTRA имеет имя и позволяет запрещать по отдельности размещение проводников, ПО, углов трасс или компонентов.



Layer – слой базы данных – совокупность информации в базе данных, выделенная цветом. 



Layout – топологический чертеж ПП. 



Line spacing – расстояние между проводниками ПП. 



Line width – ширина печатного проводника.



Locked Component – закрепленный компонент. Программа SPECCTRA не может его перемещать.



Logical part – корпус компонента, имеющий описание отдельных логических вентилей. Эти понятия определяются в секции Part library файла проекта SPECCTRA. Определенные в них вентили могут использоваться в нескольких корпусах компонентов.



Manhattan length – расстояние по Манхеттену, равное сумме длин катетов между начальной и конечной точкой (иногда называется расстоянием “на такси”).



Manufacturing – оптимизация результатов трассировки проводников для улучшения внешнего вида ПП и обеспечения технологичности ее изготовления.



Miter – сглаживание – замена изгиба проводника под прямым углом на два изгиба под углом 45( или дугу.



Net – цепь – совокупность электрически эквивалентных частей схемы, электрическая цепь. 



Net class – класс цепи – совокупность электрических цепей, трассируемых определенным образом (например, цепей с определенным приоритетом). 



Netlist – список соединений.



Nonuniform grid – нерегулярная координатная сетка с различными расстояниями между узлами, через которые трассируются проводники. Образуется дополнением основной регулярной сетки несколькими вспомогательными сетками, смещенными от основной на различные расстояния. 



Orthogonal – горизонтально или вертикально.



Pad – контактная площадка корпуса компонента.



Padstack – стек (этажерка) контактной площадки.



Pair – дифференциальная пара – две цепи, которые должны быть трассированы симметрично.



Parallel segment crosstalk rules– правила оценки уровня наведенного шума в расположенные на одном слое параллельных проводниках (термин SPECCTRA).



Part – корпус – файл, в котором содержится информация о физических размерах корпуса компонента, местах расположения выводов, типе компонента (штыревой или планарный).



Pass – проход автоматической трассировки проводников.



Pattern – типовой корпус компонента.



Physical part – альтернатива понятию Image (типовой корпус компонента), дополняя его описанием отдельных вентилей. Соответствие Physical part логическим вентилям дается в секции Part library файла проекта SPECCTRA. Определенные в них вентили могут использоваться в нескольких эквивалентных корпусах компонентов.





P
iggyback 
–
 
группы компонентов, которые могут перекрывать друг дру
га бе
з
 и
н
дика
ции
 
н
а
рушения 
зазоров
 (термин SPEC
C
TRA).





Pin – вывод.



Pitch – шаг между проводниками (номинальное расстояние между осями соседних проводников).



Placement – размещение компонентов на ПП.



Plowing – перемещение одного или нескольких проводников при сдвиге ПО.



Poligon – полигон – определяемая пользователем область на ПП, которую требуется “залить” сплошным или заштрихованным слоем меди.  



Prerouted traces – предварительно размещенные проводники, проложенные вручную до авторазводки.



Printed circuit board (PCB) – печатная плата (ПП).



Protected Wires – защищенные цепи. Их нельзя передвигать, но к ним можно подключать другие трассы.



Ratsnest – электрическая связь (буквальный перевод “крысиная нора”) – прямая линия, соединяющая два вывода на ПП и указывающая на наличие электрического соединения между ними. 



Reference designator – позиционное обозначение компонента на принципиальной схеме и ПП.



Region – область платы, для которой задана индивидуальная ширина проводников и зазоры (термин SPECCTRA).



Rip-up – алгоритм разводки, используемый для трассировки связей, которые не удалось оттрассировать обычным алгоритмом. Суть его заключается в том, что для трассировки неразведенных цепей временно стираются мешающие им проводники, затем трассируются, а стертые проводники прокладываются заново, что часто позволяет получить в результате более полную трассировку. 



Room – комната – область на плате, где можно установить правила размещения компонентов, значения их высоты и рассеиваемой мощности (термин SPECCTRA).



Routing – трассировка печатных проводников. 



Routing layer/Signal layer – разводимый/сигнальный слой – физический слой ПП, содержащий проводники и переходные отверстия.



Seedvia – разбиение соединения по диагонали на два более коротких соединения с добавлением ПО (термин SPECCTRA).



Select – выбор объекта – перемещение курсора с помощью манипулятора мышь к выбранному объекту с последующим нажатием левой кнопки мыши.



Shielding – экранирование сигнальных цепей цепями питания в форме петли (термин SPECCTRA).



Shoving – расталкивание одним проводником несколько других проводников.



Starburst – соединение проводников в виде звезды.



Strategy – создаваемый пользователем список параметров и правил автоматической разводки, определяющий ее стратегию.



Stub Length – длина отростка Т-образного соединения проводников (“пня”). Задается для уменьшения число Т-образных соединений (термин SPECCTRA).



Subnet – часть цепи, содержащая не менее двух выводов. 



Surface mount device (SMD) – планарно монтируемый компонент. 



Surface mount technology (SMT) – планарный монтаж (технология, по которой компоненты собираются на поверхности ПП без использования для монтажа сквозных отверстий).



Swap – перестановка (эквивалентных выводов или секций компонентов).



Symbol – символ – условное графическое обозначение (УГО) одной секции компонента.



Tandem segment crosstalk rules– правила оценки уровня наведенного шума в расположенные на смежных слоях параллельных проводниках (термин SPECCTRA).



Tea
r
drop – каплевидное сглаживание перехода при подключении проводника к контактной площадке (применяется в программ
ах
 SPECCTRA
 
и 
CAM350
). 



Terminator – оконечный вывод цепи при трассировке Daisy-chain (терминология SPECCTRA).



Testpoint – контактные площадки автоматически создаваемые SPECCTRA для обеспечения возможности тестирования всех цепей.



Thermal reliefs – тепловой барьер. Контактные площадки на слоях металлизации обычно имеют вырезы, так называемые тепловые барьеры, чтобы при пайке тепло не растекалось по слою металлизации и не охлаждалась эта площадка (достаточный электрический контакт при этом сохраняется).



Through-hole component – компонент для “штырькового” монтажа в отверстия ПП. 



Through via – сквозное переходное отверстие в ПП. 



Top side – верхняя сторона ПП (сторона размещения компонентов при традиционном монтаже компонентов в сквозные отверстия).



Trace – трасса, проводник на ПП. 





Venting
 
–
 
заключение
 рабочей об
л
асти
 
на
 фотошаблон
е
 
в 
рамк
у
 
(термин 
CAM350)





Verification – проверка правильности электрических соединений принципиальной электрической схемы или соблюдения технологических норм изготовления ПП.



Vertex – точка излома печатного проводника (вершина угла).



Via – переходное отверстие (ПО); различают межслойные (Blind and Buried) и сквозные (Through) ПО.



Via grid – сетка размещения ПО (устанавливается кратной шагу сетки трассировки).



Via minimizer – алгоритм минимизации ПО – процесс, проходящий после завершения разводки и уменьшающий число переходных отверстий путем переноса проводников на другие доступные слои.



Void – вырез (пустота) в полигоне.



Uniform grid – регулярная координатная сетка с равными расстояниями между узлами. 



Wire – проводник, цепь.



Wirebond – навесная перемычка (аналогично термину Jumper в P-CAD).



Wiring rule – правило прокладки проводников – правило трассировки цепи, отнесенной к определенному классу.



Приложение 2. Расширения имен файлов и стандартные атрибуты

В системе ACCEL EDA и трассировщике SPECCTRA принято соглашение о стандартном назначении расширений имен файлов по умолчанию, наиболее важные из которых перечислены в табл. П2.1.



Таблица П2.1



Расширение имени файла�Назначение файла��Система ACCEL EDA��.apr�Список апертур фотоплоттера��.atr�Список атрибутов��.bak�Исходная копия измененного файла схемы или ПП��.blk�Файл скопированного фрагмента (блока) схемы��.bom�Список компонентов��.bot�Управляющий файл для создания фотошаблона слоя BOTTOM��.cfg�Файл конфигурации DESIGN.CFG систем P-CAD 8.0, 8.5 для загрузки схем проектов, располагаемых на нескольких листах��.cpl�Расположение компонентов на ПП��.cpt�Файл результатов трассировки, сохраняемых в конце каждого прохода (для восстановления результатов трассировки после сбоев)��.dei�Список индикаторов нарушений технологических норм ПП��.do�Команды управления процессом размещения компонентов и трассировки проводников��.drc�Сообщения о результатах проверки соблюдения на ПП технологических ограничений DRC��.eco�Список изменений, внесенных в схеме, для их переноса на ПП и наоборот��.erc�Сообщение о результатах проверки принципиальной схемы ERC��.err�Сообщения об ошибках��.fil�Файл перекрестных ссылок в формате P-CAD��.glu�Список слоев и координат всех точек фиксации корпусов (Glue Dot) для оборудования автоматического монтажа��.gnr�Список глобальных цепей с указанием номеров листов схемы��.key�Назначение “горячих” клавиш��.lct�Каталог всех открытых библиотек��.lib�Интегрированные библиотеки компонентов��.log�Список сообщений о выполненных программах��.lud�Список последних значений позиционных обозначений компонентов всех типов��.mac�Файл макрокоманд��.ncd�Управляющий файл в формате сверлильного станка с ЧПУ Excellon��.net�Список электрических связей��.pcb�База данных ПП (в бинарном или ASCII формате)��.pdf�Текстовый файл базы данных в формате PDIF��.plc�Список позиционных обозначений всех компонентов схемы и координат их расположения с указанием номера листа ��.pnp�Список слоев и координат точек позиционирования выводов (Pick and Place) всех корпусов проекта для оборудования автоматического монтажа��.ptu�Список неиспользованных секций многосекционных компонентов��.rpt�Каталог библиотеки��.p01�Файл принципиальной электрической схемы в формате SCHEMA (DOS)��.s01�Текстовый файл принципиальной электрической схемы в формате Tango Series II��.sch�Бинарные и текстовые файлы принципиальной электрической схемы в формате ACCEL EDA и бинарные файлы в формате P-CAD 8.0, 8.5��.sta�Статистическая информация о ПП текущего проекта��.str�Стратегия трассировки��.std�Файл карты цветов слоев ПП��.smk�Gerber-файл графики маски пайки��.tbl�Таблица инструментов для сверлильного станка в формате P-CAD��.top�Управляющий файл для создания фотошаблона слоя TOP��.tsk�Управляющий файл для создания фотошаблона слоя TOP SILK��.ttl�Файл основной надписи и рамок границ чертежа��.was�Список изменений позиционных обозначений компонентов на схеме или ПП (сокращенная форма файла .eco)��.w01�Файл принципиальной электрической схемы в формате SCHEMA (Windows)��Система SPECCTRA��.cnf�Список конфликтов – пересечений проводников и нарушений зазоров��.crn�Список всех углов и дуг проекта��.did�Протокол команд размещения компонентов и трассировки проводников��.dsn�База данных ПП (входной файл программы SPECCTRA)��.net�Список цепей��.pad�Файл описаний контактных площадок��.plc�Файл размещения компонентов��.pln�Файл определения кластеров компонентов и размещения компонентов в комнате��.rte�База данных оттрассированной ПП ��.ses�Результаты размещения компонентов и/или трассировки платы (файл текущей сессии, выходной файл программы SPECCTRA)��.std�Назначение цветов��sts�Отчет о результатах размещения или трассировки��.tmp�Копии файлов отчетов, выводимых на экран��.w�Правила трассировки проводников��

Примечание. Результаты авторазмещения компонентов заносятся в файлы, к именам которых добавляется префикс P, а результаты автотрассировки – в файлы, к именам которых добавляется префикс R.



Список стандартных атрибутов приведен в табл. П2.2. Все атрибуты можно вводить в редакторе схем и затем они автоматически передаются на ПП или в редакторе ПП (на схему они могут в таком случае быть переданы в процессе обратной корректировки).



Таблица П2.2

Атрибут�Назначение атрибута��Атрибуты компонентов (Component Attributes)��(user-defined)�Задаются пользователем��ComponentHeight�Высота компонента (используются для авторазмещения)��Description�Текстовое описание компонента��NoSwap�Признак невозможности перестановки компонентов (Yes)��PartNumber�Число секций��RefDes�Позиционное обозначение��SwapEquivalence�Признак возможности перестановки (Yes)��Type�Тип корпуса��Value�Значение��Атрибуты цепей (Net Attributes)��(user-defined)�Задаются пользователем��Optimize�Значение No запрещает перестановку логически эквивалентных выводов при выполнении команды Utils/Optimize Nets��ViaStyle�Тип подключенного переходного отверстия (используется при автотрассировке)��Width�Ширина проводника (используется при автотрассировке)��Атрибуты зазоров (Clearance Attributes)��(user-defined)�Задаются пользователем��Clearance�Зазор между любыми объектами (задается, если все зазоры одинаковы)��LineToLineClearance�Зазор проводник–проводник��PadToLineClearance�Зазор контактная площадка–проводник��PadToPadClearance�Зазор контактная площадка–контактная площадка��ViaToLineClearance�Зазор ПО–проводник��ViaToPadClearance�Зазор ПО–контактная площадка��ViaToViaClearance�Зазор ПО–ПО��Атрибуты трассировки (Router Attributes)��(user-defined)�Задаются пользователем��AutoRouteWide�Значения Yes, 1 и True означают, что данная цепь включена в проход WIDE при выборе проходов трассировки вручную (по умолчанию присваивается значение No, False)��MaxVias�Максимальное число ПО, которые можно подсоединить к данной цепи (0 и любое положительное число)��NoAutoRoute�Признак того, что данная цепь не должна разводиться. Присвоение значений Yes, 1 и True изменяет назначаемое по умолчанию значение No, False��Ripup�Изменение значения глобального параметра Ripup для данной цепи. Значения No, 0 и False означают, что данная цепь не должна разрываться в процессе автотрассировки��Атрибуты трассировщика SPECCTRA (SPECCTRA Route)��(user-defined)�Задаются пользователем��ANTIPAD_GAP�Зазор между выводом и окружающим слоем металлизации��AREA_AREA_GAP�Зазор между двумя областями запрета трассировки��BURIED_VIA_GAP�Зазор между межслойными ПО��DRILL_GAP�Зазор между контактными площадками штыревых выводов и сквозных ПО��EXPOSE_PIN�Необходимость проложить короткий проводник (expose) между штыревым выводом и ПО (аналог стрингера для планарных выводов)��JUNCTION_TYPE�Ключевое слово для определения Т-образного соединения��LENGTH_GAP�Минимальный зазор между примыкающими сегментами, добавляемые для того, чтобы удовлетворить требования к минимальной длине проводника цепи��LENGTH_MAX�Максимальная длина проводника цепи��LENGTH_MIN�Минимальная длина проводника цепи��LIMIT_BENDS�Максимальное число углов, допустимых для одного соединения.��LIMIT_CROSSING�Максимальное число конфликтов пересечений проводников, допустимых на одно соединение в течение фазы трассировки��LIMIT_WAY�Максимальная длина трассы, прокладываемой в неверном направлении��LOAD_PIN�Назначение вывода нагрузки цепи типа Daisy-chain��MAX_NOISE�Максимальный уровень теплового шума цепи без учета наведенного шума��MAX_STAGGER�Максимальная длина проводника на слое смешанного типа��MAX_STUB�Максимальная длина “пня” (Stub length) при трассировке цепи типа Daisy-chain��PAD_TO_TURN_GAP�Расстояние между кромкой вывода и первым углом проводника��PARAL_NOISE_CHECKS�Включение контроля уровня наведенного шума (Yes/No)��PARAL_NOISE_GAP�Зазор между параллельными участками проводников, для которых оценивается уровень наведенного шума��PARAL_NOISE_THRESH�Минимальная длина параллельных проводников, для которых оценивается уровень наведенного шума��PARAL_NOISE_WEIGHT�Коэффициент пропорциональности, определяющий уровень наведенного шума��PARAL_SEG_CHECKS�Включение контроля параллельных сегментов проводников, расположенных на одном слое (Yes/No)��PARAL_SEG_GAP�Зазор между параллельными участками проводников��PARAL_SEG_LIMIT�Ограничение длины параллельных сегментов проводников��PIN_AREA_GAP�Зазор вывод–область запрета трассировки��PIN_PIN_GAP�Зазор вывод–вывод��PIN_SMD_GAP�Зазор вывод–планарный вывод��PIN_VIA_GAP�Зазор вывод–ПО��PIN_WIRE_GAP�Зазор вывод–проводник��PRIORITY�Приоритет разводки цепи от 1 (низший приоритет) до 255��REORDER�Идентификация включения соединений Fromto в цепь��SMD_AREA_GAP�Зазор планарный вывод– область запрета трассировки��SMD_ SMD_GAP�Зазор планарный вывод–планарный вывод��SMD_TO_TURN_GAP�Расстояние между планарным выводом и первым углом проводника��SMD_VIA_GAP�Зазор планарный вывод–ПО��SMD_VIA_SAME_NET__GAP�Зазор планарный вывод–ПО, подсоединенные к одной и той же цепи��SMD_WIRE__GAP�Зазор планарный вывод–проводник��TANDEM_NOISE_CHECKS�Включение контроля параллельных сегментов проводников, расположенных на смежных слоях (Yes/No)��TANDEM_NOISE_GAP�Зазор между параллельными участками проводников, расположенных на смежных слоях, для которых оценивается уровень наведенного шума��TANDEM_NOISE_THRESH�Минимальная длина параллельных проводников, расположенных на смежных слоях, для которых оценивается уровень наведенного шума��TANDEM_NOISE_WEIGHT�Коэффициент пропорциональности, определяющий уровень наведенного шума в параллельных проводниках, расположенных на смежных слоях��TANDEM_SEG_CHECKS�Включение контроля параллельных сегментов проводников, расположенных на смежных слоях (Yes/No)��TANDEM_SEG_GAP�Зазор между параллельными участками проводников, расположенных на смежных слоях��TANDEM_SEG_LIMIT�Ограничение длины параллельных сегментов проводников, расположенных на смежных слоях��TERMINATOR_PIN�Назначение оконечного вывода цепи типа Daisy-chain��TJUNCTION�Разрешение/запрещение Т-образных соединений в цепи типа Starburst��USE_LAYERS�Разводка цепи на указанном слое��VIA_AREA_GAP�Зазор ПО– область запрета трассировки��VIA_AT_SMD�Разрешение разместить ПО на планарной контактной площадке��VIA_VIA_GAP�Зазор ПО–ПО��VIA_VIA_SAME_NET_GAP�Зазор ПО–ПО, подсоединенных к одной и той же цепи��VIA_WIRE_GAP�Зазор ПО–проводник��WIRE_AREA_GAP�Зазор проводник–область запрета трассировки��WIRE_WIRE_GAP�Зазор проводник–проводник��Атрибуты авторазмещения SPECCTRA (SPECCTRA Placement)*��(user-defined)�Задаются пользователем��COMPONENT_HEIGHT�Высота компонента (значение высоты для ограничения размещения или -1)��LOCK_POSITION�Фиксация компонента в текущей позиции (n, f, off или FALSE). Отмена фиксации – TRUE��OPPOSITE_SIDE�Разрешение /запрет размещения компонента с обеих сторон ПП (Yes/No)��PERMIT_ORIENT_FRONT�Разрешенные ориентации компонента на верхней стороне ПП: horiz[ontal], vert[ical], 0 90 180 270 (разделенный пробелами список углов ориентации, кратный 90() или -1��PERMIT_ORIENT_BACK�То же на нижней стороне ПП: horiz[ontal], vert[ical], 0 90 180 270 (разделенный пробелами список углов ориентации, кратный 90() или -1��PERMIT_SIDE�Ограничение размещения компонента: top, front, upper, bottom, back или both��PROPERTY_POWER_DIS�Рассеиваемая мощность компонента или -1��PROPERTY_TYPE�Размер компонента: large, small, cap[acitor] или dis[crete]��SPACE_PIN_PIN_FRONT�Минимальный зазор между выводами компонентов на верхней стороне ПП или -1��SPACE_PIN_PIN_BACK�То же на нижней стороне ПП или -1��SPACE_PIN_SMD_FRONT�Минимальный зазор между выводами планарных компонентов на верхней стороне ПП или -1��SPACE_PIN_SMD_BACK�То же на нижней стороне ПП или -1��SPACE_PIN_AREA_FRONT�Минимальный зазор между выводами компонентов и их контурами на верхней стороне ПП или -1��SPACE_PIN_AREA_BACK�То же на нижней стороне ПП или -1��SPACE_SMD_SMD_FRONT�Минимальный зазор между выводами планарных компонентов на верхней стороне ПП или -1��SPACE_SMD_SMD_BACK�То же на нижней стороне ПП или -1��SPACE_SMD_AREA_FRONT�Минимальный зазор между выводами планарных компонентов и их контурами на верхней стороне ПП или -1��SPACE_SMD_AREA_BACK�То же на нижней стороне ПП или -1��SPACE_AREA_AREA_FRONT�Минимальный зазор между контурами компонентов на верхней стороне ПП или -1��SPACE_AREA_AREA_BACK�То же на нижней стороне ПП или -1��* Введены в версии ACCEL EDA 12.1.



Приложение 3. Каталог библиотек ACCEL EDA

Для облегчения пользования системой ACCEL EDA приведем список файлов  библиотек, записываемых при установке системы в каталог \ACCEL\LIB.



Библиотека корпусов 

PCBMAIN.LIB – корпуса дискретных компонентов и интегральных схем со штыревыми выводами;

PCBSMT.LIB – корпуса дискретных компонентов и интегральных схем с планарными выводами;

PCBCONN.LIB – корпуса разъемов.



Аналоговые компоненты

ADI.LIB –  компоненты фирмы Analog Devices;

BRKTREE.LIB – кМОП ИС фирмы Brooktree;

NAT_LIN.LIB – АЦП, компараторы, мультиплексоры, ОУ и другие компоненты фирмы National Linear;

OPTO_ISO.LIB – оптоэлектронные пары;

PSPICE.LIB – символы аналоговых компонентов, подготовленные для составления списка соединений схем в формате программы PSpice.



Дискретные компоненты

CONNECT.LIB – разъемы общего назначения;

DIODE.LIB – диоды фирмы Motorola;

DISCRETE.LIB – разнообразные дискретные компоненты;

TRANS.LIB – транзисторы фирмы Motorola.



Устройства интерфейса, контроллеры шин

AMD_BC.LIB – шинные контроллеры фирмы AMD;

AMD_MBE.LIB – multiple bus exchange фирмы AMD;

MAXIM_IF.LIB – ИС фирмы Maxim Interface;

SIG_IF.LIB – ИС фирмы Signetics Interface.



Устройства памяти

AMD_MEM.LIB – память фирмы AMD;

CYP_MEM.LIB – память фирмы Cypress;

IDT_MEM.LIB – память фирмы IDT;

MICRON.LIB – память фирмы Micron;

MOTO_MEM.LIB – память фирмы Motorola;

TI_54MEM.LIB – ИС памяти серии TI 5400;

TI_74MEM.LIB – ИС памяти серии TI 7400;

TI_MEM.LIB – память фирмы Texas Instruments;

TOSH_MEM.LIB – память фирмы Toshiba.



Микропроцессоры

AMD_MP.LIB – микропроцессоры фирмы AMD;

C&T_MP.LIB – микропроцессоры фирмы Chips and Technologies;

IDT_MP.LIB – микропроцессоры фирмы IDT;

INMOS_MP.LIB – микропроцессоры фирмы Inmos;

INTEL_MP.LIB – микропроцессоры фирмы Intel и периферийные ИС;

INTEL_M2.LIB – микропроцессоры фирмы Intel (дополнительная библиотека);

MOTO_MP.LIB – микропроцессоры фирмы Motorola и периферийные ИС;

MOTO_MP2.LIB – микропроцессоры фирмы Motorola (дополнительная библиотека);

TI_54MP.LIB – микропроцессоры серии TI 5400;

TI_74MP.LIB – микропроцессоры серии TI 7400;

ZILOG_MP.LIB – микропроцессоры фирмы Zilog и периферийные ИС.



Коммерческие цифровые ИС типа ТТЛ и ЭСЛ

TI_7400.LIB –ИС ТТЛ серии TI 7400;

TI_74AC.LIB – ИС кМОП серии TI 7400;

TI_74ALS.LIB – ИС ТТЛ серии TI ALS 7400;

TI_74BC.LIB –шинные контроллеры серии TI 7400;

TI_74F.LIB – ИС ТТЛ серии TI FAST 7400;

TI_74HC.LIB – ИС H-кМОП серии TI 7400;

TI_74IF.LIB – ИС интерфейса серии TI 7400;

NAT_ECL.LIB – ИС ЭСЛ фирмы National Linear.



Цифровые ИС специального назначения типа ТТЛ

TI_5400.LIB – ИС ТТЛ серии TI 5400;

TI_54AC.LIB – ИС кМОП серии TI 5400;

TI_54ALS.LIB – ИС ТТЛ серии TI ALS 5400;

TI_54BC.LIB – шинные контроллеры серии TI 5400;

TI_54F.LIB – ИС ТТЛ серии TI FAST 5400;

TI_54HC.LIB – ИС H-кМОП серии TI 5400.



Приложение 4. Сообщения об ошибках импорта/экспорта файлов PDIF системы P-CAD



Приведем перечень сообщений системы при преобразовании файлов PDIF системы P-CAD в формат ACCEL EDA и их создании и рекомендации по их устранению. Сообщения относятся к преобразованию в текстовый PDIF-формат как принципиальных схем, так и печатных плат.



Сообщения об ошибках



A reference designator is requied in instance <имя> near line <номер строки>.

Причина: пропущено позиционное обозначение объекта с указанным именем на строке PDIF-файла с указанным номером.

Действия: введите позиционное обозначение и повторите операцию.



Attribute <имя ключевого слова> near (x,y) does not exist in original symbol.

Причина: на рабочем поле вблизи точки с указанными координатами обнаружен атрибут символа, отсутствующий в транслируемом символе.

Действия: замените на схеме данный символ.



Bad PIN_DEF record #<номер> near line  < номер строки >. Pad ignored.

Причина: синтаксическая ошибка в разделе PIN_DEF, вывод компонента игнорируется.

Действия: проверьте указанную строку PDIF-файла, попробуйте найти ошибку и исправьте ее.



Component instance <имя>(<позиционное обозначение>) pin <имя вывода> reference an unknown net <имя> near line  < номер строки >.

Причина: указанная цепь не существует.

Действия: создайте с помощью P-CAD или удалите имя цепи, подсоединенное к указанному выводу.



Data in this design extends beyong 60 square inches. Loard aborted.

Причина: в ACCEL PCB площадь платы не должна превышать 60 кв. дюймов. Данная плата имеет большую площадь.

Действия: уменьшите размер платы или разбейте ее на части.



Device expected on line <номер строки> of <имя файла>.

Причина: на одной из строк файла перекрестных ссылок не указано имя компонента.

Действия: укажите имя компонента на указанной строке файла.



Duplicate pin designator <имя вывода> in instance <имя> near line <номер строки>: Pin ignored.

Причина: обнаружено дублирование номеров выводов компонента, что в ACCEL Schematic и ACCEL PCB не разрешается, они не будут автоматически переставляться.

Действия: отредактируйте PDIF-файл, изменив номера выводов. 



Duplicate reference designator <позиционное обозначение> in instance <имя> near line <номер строки>. Instance ignored.

Причина: обнаружено дублирование позиционных обозначений компонентов, что в ACCEL Schematic и ACCEL PCB не разрешается. Этот компонент игнорируется.

Действия: отредактируйте PDIF-файл, изменив позиционные обозначения компонентов.



Equal sign expected on line <номер строки> of <имя файла>.

Причина: синтаксическая ошибка в файле перекрестных ссылок, нет знака равенства при указании выводов “земли” и питания.

Действия: исправьте синтаксис по формату (<номер вывода>=<имя цепи>,...). Ошибка свидетельствует о том, что после номера вывода нет знака равенства.



File revision number is unrecognized.

Причина: не распознаются числа в данной версии PDIF-файла.

Действия: используйте PDIF-файлы из версии P-CAD 6.0 и более поздних.



Gate number expected on line <номер строки> of <имя файла>.

Причина: синтаксическая ошибка в файле перекрестных ссылок, на одной из строк не указано число секций компонента.

Действия: проверьте указанную строку файле перекрестных ссылок, попробуйте найти ошибку и исправьте ее.



Instance <имя> referenced an undefined component (COMP_DEF=<имя>) near line <номер строки>.

Причина: синтаксическая ошибка имени раздела COMP_DEF, на который ссылаются в указанной строке.

Действия: проверьте указанную строку PDIF-файла, попробуйте найти ошибку и исправьте ее.



Keyword expected on line <номер строки>.

Причина: обнаружена синтаксическая ошибка, в указанной строке пропущено ключевое слово.

Действия: проверьте указанную строку PDIF-файла, попробуйте найти ошибку и исправьте ее.



Left paren expected on line <номер строки> of <имя файла>.

Причина: обнаружена синтаксическая ошибка в файле перекрестных ссылок, пропущена левая скобка.

Действия: исправьте синтаксис, корректный формат имеет вид по формату (<номер вывода>=<имя цепи>,...). Это сообщение свидетельствует о том, что перед именем цепи нет левой скобки или запятой.



Load failed near line <номер строки>.

Причина: синтаксическая ошибка в PDIF-файле.

Действия: проверьте указанную строку PDIF-файла, попробуйте найти ошибку и исправьте ее.



Net name expected on line <номер строки> of <имя файла>.

Причина: синтаксическая ошибка в файле перекрестных ссылок.

Действия: исправьте синтаксис, корректный формат имеет вид по формату (<номер вывода>=<имя цепи>,...). Это сообщение свидетельствует о том, что после знака равенства нет имени цепи.



No {Lyrstr...} section found.

Причина: синтаксическая ошибка в PDIF-файле, отсутствует секция описания структуры слоев Lyrstr в разделе ENVIRONMENT.

Действия: вставьте секцию Lyrstr в раздел ENVIRONMENT.



No pad stacks defined near line <номер строки>.

Причина: в разделе DETAIL PDIF-файла ПП должна быть секция PAD_STACK с описанием подсоединенного стека контактных площадок.

Действия: на указанной строке PDIF-файла вставьте секцию PAD_STACK с описанием стека контактных площадок.



Not enough memory.

Причина: не хватает памяти для выполнения данной программы.

Действия: закройте некоторые задачи и повторите попытку.



Pad stack <имя> has shape <объект pdif> (<число>X<число>) that is smaller than both the pad hole size (<число>) and the via hole size (<число>) near line <номер строки>: Hole size set to 0.

Причина: вывод указанного типа (Pt) расположен слишком близко к отверстию. Диаметр отверстия назначен с помощью таблицы сверл или в файле конфигурации PCB.INI, в котором указан размер отверстий в контактных площадках и ПО, принимаемый по умолчанию. 

Действия: измените в файле PCB.INI размер отверстий в контактных площадках и ПО, принимаемый по умолчанию, или отредактируйте таблицу сверл.



Part file name expected on line <номер строки> of <имя файла>.

Причина: на одной из строк файла перекрестных ссылок не указано имя файла корпуса.

Действия: укажите имя файла корпуса на указанной строке.



P-CAD attribute near (x, y) has no value.

Причина: в точке с указанными координатами обнаружен атрибут, не имеющий значения.

Действия: введите значение атрибута.



PDIF item ‘<объект pdif>’ is not supported is nets.

Причина: некоторые объекты, содержащиеся в PDIF-файлах P-CAD, не поддерживаются в атрибутах цепей ACCEL PCB или ACCEL Schematic.

Действия: удалите эти объекты и повторите попытку.



Pin <имя вывода> of part <номер корпуса> of component <имя> could not be added near line <номер строки>.

Причина: исчерпан лимит доступной памяти или нарушены ограничения на сложность проекта.

Действия: увеличьте объем памяти или упростите проект.



Pin number expected on line <номер строки> of <имя файла>.

Причина: синтаксическая ошибка в файле перекрестных ссылок.

Действия: исправьте синтаксис, корректный формат имеет вид по формату (<номер вывода>=<имя цепи>,...). Это сообщение свидетельствует о том, что после номера вывода нет знака  равенства.



Power or ground pin <имя вывода> for component <имя> does not have a net name or a pin name.

Причина: в файле перекрестных сылок обнаружен вывод питания, не имеющий имени цепи или не имеющий имени вывода.

Действия: проверьте PDIF-файла, попробуйте найти ошибку и исправьте ее.



Right paren expected on line <номер строки> of <имя файла>.

Причина: синтаксическая ошибка в файле перекрестных ссылок.

Действия: исправьте синтаксис указанной строки, корректный формат имеет вид по формату (<номер вывода>=<имя цепи>,...). Это сообщение свидетельствует о том, что пропущена правая закрывающая скобка.



Symbol file name expected on line <номер строки> of <имя файла>.

Причина: синтаксическая ошибка в файле перекрестных ссылок, на указанной строке не обнаружено имя файла символа.

Действия: проверьте указанную строку PDIF-файла, попробуйте найти ошибку и исправьте ее.



Too many power and ground pins for error file.

Причина: при наличии в проекте неоднородных компонентов соответствующие им фрагменты файла перекрестных ссылок записываются файл ошибок системы ACCEL EDA. В строках файла перекрестных ссылок указываются число секций компонента, тип корпуса, имя файла корпуса, имена выводов питания и “земли”, имя файла символа. В связи с наличием ограничений на общее число выводов питания и “земли” в файле ошибок это сообщение выводится при их превышении.

Действия: отредактируйте составленный системой файл перекрестных ссылок и добавьте имена пропущенных выводов.



Too many symbols on this sheet to create P-CAD symbol name.

Причина: каждый символ P-CAD должен иметь имя. По умолчанию назначаются имена по формату NCssssxxxx, где ssss обозначают номер листа схемы, xxxx – порядковый номер символа. На одной странице допускается не более 9999 символов. Если система ACCEL EDA обнаружит больше символов на странице, выводится данное сообщение об ошибке.

Действия: создайте новую страницу схемы и перенесите на нее ряд компонентов.



Unable to open file <имя файла>.

Причина: невозможно открыть  указанный файл,

Действия: убедитесь, что файл существует и доступен для записи.



Unable to rename file <имя файла/to <имя файла>.

Причина: невозможно переименовать указанный файл, который не существует или открыт только для чтения.

Действия: убедитесь, что файл существует и доступен для записи.



Unable to translate text object near (x, y).

Причина: около точки с указанными координатами обнаружен объект текста, данные о котором не могут быть получены, что делает невозможным трансляцию.

Действия: исправьте текст.





Unable to translate text style for text object near (x, y).

Причина: около точки с указанными координатами обнаружен объект текста, использующий нераспознаваемый стиль текста.

Действия: исправьте текст.



Unrecogniged CN format in instance <имя> near line <номер строки>.

Причина: синтаксическая ошибка в секции CN файла PDIF.

Действия: исправьте в указанной строке секцию CN, имеющую один из двух форматов: {CN <имя цепи>...}или {CN <имя вывода>< имя цепи >...}



Unrecognized justification style.

Причина: обнаружен стиль привязки текста, нераспознаваемый системой.

Действия: используйте корректный стиль привязки текста.



Предупреждения

Attribute key too long near (x, y).

Комментарий: в PDIF-файле ключевое слово атрибута может иметь до 23 символов. Обнаружено более длинное ключевое слово.



Attribute object near (x, y) has no value.

Комментарий: обнаружен атрибут, не имеющий значения. Такой атрибут игнорируется системой.



Attribute valuet too long near (x, y).

Комментарий: в PDIF-файле значение атрибута не может иметь более 255 символов. Более длинные значения ограничиваются до 255 символов.



Cannot open file <имя файла>.

Комментарий: указанный файл не существует или имеет атрибут “только для чтения”.



COMP_DEF <имя> has a package pin number(<число>) that is out of range near line <номер строки>.

Комментарий: в подразделе Sp раздела SPKG указан номер вывода, не согласующийся ни с одной контактной площадкой из раздела PIN_DEF. Или номер вывода символа больше числа выводов корпуса, или не может быть найден вывод корпуса с тем же именем (номером). 



COMP_DEF <имя> has no SPKG section near line <номер строки>: Pin names will start at ‘1’.

Комментарий: в секции COMP_DEF отсутствует информация о соответствии имен выводов символов номерам выводом корпусов. Будет создан компонент, в котором номера выводов соответствуют их расположению в массиве выводов PIN_DEF, начиная нумерацию с единицы.



COMP_DEF <имя> references unknoun pad stack <число>. Style ‘<имя>’ used instead.

Комментарий: в выводе компонента имеется ссылка на контактную площадку (в подразделе Pt), которая не определена в секции PAD_STACK. Вместо нее в ACCEL PCB используется контактная площадка по умолчанию “(Default)”.



Component <имя> has had its name changed to <имя>. This is required to maintain uniqueness in P-CAD.

Комментарий: имя компонента в системе P-CAD используется в качестве имени файла, длина которого ограничена 8 символами. В ACCEL EDA тип компонента может состоять из 17 символов, которые при передаче данных в P-CAD ограничиваются до 8 символов и слегка модифицируются для того, чтобы можно было различить компоненты, типы которых имеют 8 совпадающих первых символов. 



Component <имя> is heterogeneous and will be written as <число> separate COMP_DEFs. Cross reference file data follows:

Комментарий: символы неоднородных компонентов ACCEL EDA при преобразовании в P-CAD преобразуются в несколько однородных символов. В файл ошибок включаются заготовки файла перекрестных ссылок, которые нужно просмотреть и выбрать нужные фрагменты.



Component <позиционное обозначение>, type <тип> was given a PRT attribute of <значение атрибута PRT> wich may cause packaging errors in P-CAD.

Комментарий: в P-CAD атрибут символа PRT совпадает с именем файла корпуса компонента, длина которого ограничена 8 символами. В ACCEL EDA имя типа компонента длиннее, что может вызвать неоднозначность при преобразовании в P-CAD. Поэтому перед упаковкой схемы, преобразованной в P-CAD, необходимо скорректировать атрибуты PRT символов. 



Copper Pour not allowed in patten <имя> (<позиционное обозначение>) near line <номер строки>: Pour demoted to polygon.

Комментарий: в ACCEL PCB не разрешается применять сплошные области металлизации в корпусах компонентов, при преобразовании из P-CAD они заменяются полигонами.



Could not create pad/via style for pad <число> near line <номер строки>.

Комментарий: исчерпан лимит памяти или достигнуты ограничения системы. Уменьшите число стеков контактных площадок в проекте или упростите их структуру.



Cross referens file missing entry for <имя>. Unable to attach symbol name for multi-part component.

Комментарий: символ не может быть добавлен к неоднородному компоненту, поскольку в файле перекрестных ссылок пропущено имя компонента.



Heterogeneous component <имя> is missing gates <номер корпуса>. Part <позиционное обозначение> cannot be placed. Place the missing gates as spares and reload.

Комментарий: в файле перекрестных ссылок обнаружен неоднородный компонент, однако в PDIF-файле нет соответствующих данных. После того как вы разместите на схеме в P-CAD пропущенные символы, создайте заново PDIF-файл и повторите преобразование.



Homogeneous part <имя> has non-constant gate equivalencies.

Комментарий: в P-CAD указаны разные значения кодов эквивалентности секций. Система предупреждает, что обнаружен однородный компонент с разными кодами эквивалентности секций.



Iat value too long at line <номер строки>.

Комментарий: значение ключевого слова внутреннего атрибута в подразделе Iat PDIF-файла не может превышать 255 символов. Более длинные атрибуты ограничиваются до этой длины.



Instance <имя> does not specify a location, (0,0) assumed, near line <номер строки>.

Комментарий: пропущен подраздел Pl, содержащий координаты точки привязки компонента. По умолчанию принимается точка с координатами (0.0). 



Inctance <имя> has an illegal IPT record near line <номер строки>.

Комментарий: количество имен выводов в подразделе Ipt не согласуется с данными в разделе PIN_DEF секции COMP_DEF.



Inctance <имя> referenced a packege number (<номер корпуса>) that does not exist in COMP_DEF <имя> neare line <номер строки>.

Комментарий: в файле перекрестных ссылок символам неоднородного компонента поставлен в соответствие имя корпуса, которое не существует в секции COMP_DEF. Информация неоднородном компоненте в файле перекрестных ссылок может быть неверной.



Layer name <имя> has been truncated to <имя>.

Комментарий: имена слоев в P-CAD не могут иметь длину более 8 символов. Более длинные имена слоев в ACCEL PCB при преобразовании в P-CAD ограничиваются до 8 символов и слегка модифицируются для того, чтобы можно было различить слои, имена которых имеют 8 совпадающих первых символов.



Missing pad stack name for pad/via <число> near line <номер строки>.

Комментарий: синтаксическая ошибка. Имя стека контактных площадок пропущено в разделе PAD_STACK.



Name <имя> truncated to <число> characters near line <номер строки>.

Комментарий: имя объекта слишком длинное, оно ограничивается. 



Net <имя> attribute lost. <ключевое слово>=<значение>.

Комментарий: в версиях P-CAD, младше 8.5, цепи не имели атрибутов. При их обнаружении выдается предупреждающее сообщение.



<число> pin(s) were created for a <число> pin symbol (COMP_DEF=<имя>, I=<имя>) near line <номер строки>.

Комментарий: количество выводов в разделе PIN_DEF не согласуется с данными подраздела Sp секции SPKG.



Object near line <номер строки> faild to load.

Комментарий: обнаружена синтаксическая ошибка. Проверьте указанную строку PDIF-файла.



Pad stack <имя> does not have consistent enough shapes to set the predefined ‘(Signal)’ layer near line <номер строки>: Pad/via style layer ‘(Стиль)’ set to 0.

Комментарий: возможны две причины: 1) форма контактной площадки на слое Top не совпадает с формой контактной площадки на слое Bottom; 2) контактные площадки для внутренних сигнальных слоев имеют разную форму. 



PDIF item ‘<объект pdif >’ is not supported in nets.

Комментарий: в PDIF-файле обнаружены объекты, не поддерживаемые в системе P-CAD. Это могут быть, в частности, индикаторы ошибок DRC.



PDIF item ‘<объект pdif >’ is not supported in pad stacks.

Комментарий: в PDIF-файле обнаружены объекты, не поддерживаемые в стеках контактных площадок. Это могут быть полигоны, текст, вспышки фотоплоттера и линии.



PID too long at line <номер строки>: Truncated.

Комментарий: идентификаторы типа упаковки PID системы P-CAD эквиваленты атрибутам типа ACCEL EDA. Длина PID ограничена 15 символами. Если атрибут типа превышает 15 символов, он сокращается до 15 символов.



Power and ground attribute is too long for symbol <имя>.

Комментарий: если вы получили это сообщение при работе с версиями P-CAD младше 8.0, постарайтесь перейти в версию 8.0 и старше. Дело в том, что в P-CAD 8.0 имеются атрибуты списков цепей питания с продолжением PWGDn. При появлении такого сообщения атрибут PWGD усекается.



Power pin <имя вывода> of component <имя> could not be added near line <имя строки>. Probably duplicate.

Комментарий: обнаружено дублирование выводов питания компонента. Проверьте данные файла перекрестных ссылок или атрибуты PWGD и повторите попытку.



Rotation founded to <угол> at line <номер строки>.

Комментарий: в редакторе схем системы P-CAD разрешается поворот символов на 0, 90, 180 и 270(. При обнаружении объектов, повернутых в ACCEL Schematic на другие углы, объект поворачивается на ближайший разрешенный угол.



Symbol <имя> already exists in table on line <номер строки> of <имя файла>.

Комментарий: обнаружено дублирование имени файла символа. Используется символ, встреченный первым, остальные игнорируются.



Text height is less than 2 at line <номер строки>.

Комментарий: в P-CAD высота текста не может менее 2 единиц базы данных. Поэтому при обнаружении в ACCEL EDA текста с высотой менее 2 в PDIF-файле задается размер текста 2. 



Text object near (x, y) has no string, object ignored.

Комментарий: Обнаружен пустой текстовых объект, который игнорируется.



Text too long near (x, y).

Комментарий: слишком длинная строка текста ограничивается до 255 символов.



The number of components pins created for <имя> does not match the number of PIN_DEF entries near line <номер строки>: Power pins might be missing.

Комментарий: количество подразделов P раздела COMP_DEF секции PIN_DEF определяет количество выводов компонента.



The number of pins in section <номер корпуса> (COMP_DEF=<имя>) is not equal to the number of pins defined (PIN_DEF) near line <номер строки>.

Комментарий: в подразделе PKG файла PDIF корпуса компонента указано другое число выводов, чем в подразделе PIN_DEF.



Translation TangoPRO polygon object near (x, y) as P-CAD lines.

Комментарий: редактор Schematic Editor  системы P-CAD не имеет залитых краской полигонов. Поэтому при трансляции таких фигур из TangoPRO они представляются в виде линий контура.



Unrecognized keyword ‘<ключевое слово>’ near line <номер строки>: Keyword ignored.

Комментарий: синтаксическая ошибка в ключевом слове на указанной строке, ключевое слово игнорируется.



Via references unknown pad stack <номер>. Style ‘<имя>’ used instead.

Комментарий: не существует стек контактных площадок  ПО с указанным номером. Вместо него используется ПО стиля с указанным именем; наиболее вероятно использования стиля по умолчанию (Default).





Приложение 5. Соответствие команд графических редакторов P-CAD и ACCEL EDA

Для специалистов, имеющих опыт работы с системой P-CAD, ниже приведено соответствие команд графических редакторов в алфавитном порядке.



Команда P-CAD�Команда ACCEL EDA��Align/Components�Edit/Align Parts (SCH)��Align/Objects�Edit/Select, затем выбрать объект нажатием клавиши Shift, затем команда Edit/Align Parts��Align/Undo�Edit/Undo (или нажмите U) для отмены последней операции��Align/Window�Edit/Select, затем выбрать объекты в окне и выполнить Edit/Align Component или Edit/Align Parts��Change Layer/Component�Edit/Select, выбрать компонент и нажать клавишу F для переноса его на текущий слой платы��Change Layer/Object�Edit/Move To Layer��Change Layer/Objects�Edit/Select, затем выбрать объект нажатием клавиши Shift и выполнить Edit/Move To Layer��Change Layer/Window�Edit/Select, затем выбрать объекты в окне и выполнить Edit/Move To Layer��Copy/Object�Edit/Copy или нажатие клавиш Ctrl+левая кнопка мыши (нажать и буксировать)��Copy/Objects�Edit/Выбор при нажатии клавиши Shift, затем команда Edit/Copy Matrix или нажатие клавиш Ctrl+левая кнопка мыши (нажать и буксировать)��Copy/Object/Repeat�Edit/Copy Matrix��Copy/Trace�Edit/Copy Matrix или нажать клавишу Ctrl+левая кнопка мыши (нажать и буксировать)��Copy/Window�Edit/Выбор в окне, затем Edit/Copy Matrix или нажать клавишу Ctrl+левая кнопка мыши (нажать и буксировать)��Critical Path/Add Gate�Не применяется��Critical Path/Break Link�”��Critical Path/Change Name�”��Critical Path/Remove Definition�”��Critical Path/Remove Gate�”��Delete/Object�Edit/Select затем Edit/Delete (или нажать клавишу Delete)��Delete/Objects�Edit/Выбор при нажатии клавиши Shift, затем Edit/Delete (или нажать клавишу Delete)��Delete/Undo�Edit/Undo (или нажать U) для отмены последней операции��Delete/Window�Edit/Выбор в окне, затем Edit/Delete (или нажать клавишу Delete). Объекты могут быть перед выбором маскированы по команде Options/Block Selection��Display/Control Ratsnest�Edit Nets/ Select Nets by Node Count��Display/Long Pan�Не применяется��Display/Measure�Edit/Measure��Display/Path/Group Visibility�Не применяется��Display/Recall View�”��Display/Store View�”��Draw/2 Point Arc�Place/Arc��Draw/3 Point Arc�Place/Arc��Draw/Circle�Place/Arc��Draw/Circular Void�Place/Cutout��Draw/Filled Circle�Не применяется��Draw/Filled Rectangle�Place/Polygon��Draw/Flash�Options/Pad Style, затем с помощью команды Copy скопируйте стиль контактных площадок по умолчанию Default и по команде Modify (Simple) или Modify (Complex) задайте новый стиль или то же самое по команде Options/Via Style выполните для ПО ��Draw/Line�Place/Line��Draw/Polygon�Place/Polygon��Draw/Polygonal Void�Place/Cutout��Draw/Rectangle�Place/Polygon��Draw/Text�Place/Text��Edit/Add Vertex�Route/Manual��Edit/Add Via�Place/Via��Edit/Attribute�Edit/Выбрать компонент, затем выполнить команду Edit/Properties/Comp Attrs или Part Attrs��Edit/Delete Segment�Edit/Select, затем выбрать сегмент проводника и выполнить Edit/Delete (или нажать клавишу Delete)��Edit/Delete Trace�Edit/Выбор при нажатии клавиши Shift для выбора сегмента трассы, затем выполнить Edit/Delete (или нажать клавишу Delete) для удаления сегмента. Для удаления всей цепи выполнить Edit/Select и выбрать сегмент цепи, затем щелкнуть правой кнопкой мыши и в открывшемся меню Pop-up выбрать строку Select Net и затем выполнить команду Edit/Delete (или нажать клавишу Delete)��Edit/Delete Vertex�Edit/Выбрать удаляемую вершину и отбуксировать ее к ближайшей остающейся вершине��Edit/Delete Via�Edit/Select, выберите ПО и выполните команду Edit/Delete (или нажмите клавишу Delete)��Edit/Keyword�File/Design Info/Attributes или в меню Pop-up выбрать строку Properties��Edit/Move All�Edit/Select, затем выберите и отбуксируйте вершины трасс или ПО��Edit/Move Segment�Edit/ Select, затем выберите и отбуксируйте сегменты трасс��Edit/Move Vertex�Edit/ Select, затем выберите и отбуксируйте вершины трасс��Edit/Move Via�Edit/ Select, затем выберите и отбуксируйте ПО (которые не подсоединены к сегментам трасс)��Edit/Net Attr�Edit/Nets, затем выберите имя цепи из списка и щелкните по кнопке Edit Attrs или File/Design Info/Attributes��Edit/Packaging Data (режим Symbol Mode)�Utils/Library Manager/Symbol View или Pattern View��Edit/Pin Type (режим Symbol Mode)�Utils/Library Manager/Symbol View/Electrical Type (SCH); в редакторе ACCEL PCB не применяется (см. Pad Style)��Edit/Segment Layer�Edit/Move To Layer��Edit/Trace Width�Edit/Select, затем Edit/Properties��Edit/Undo Delete Segment�EditUndo (или нажмите U) для отмены последней операции (клавиша Backspace может быть использована для отмены ввода сегментов трассы проводника или линии)��Edit/Wire�Place/Wire (SCH) и Route/Manual (PCB)��Enter/Attribute�Place/Attribute��Enter/Board Origin�Не применяется��Enter/Component Type�Place/Attribute, затем выбрать атрибут компонента Type и ввести тип компонента��Enter/Bus�Place/Bus��Enter/Component �Place/Part (SCH) или Place/Component (PCB)��Enter/Global Net�Не применяется��Enter/Jumper (Symbol Mode)�”��Enter/Non homogeneous Pkg (Symbol Mode)�Utils/Library Manger��Enter/Origin (Symbol Mode)�Place/Ref Point��Enter/Pin (Symbol Mode)�Place/Pin��Enter/Pin Sequence (Symbol Mode)�Utils/Renumber (выполняется перед командой Library/Symbol Save As)��Enter/Pin Type (Symbol Mode)�См. Pad Style��Enter/Ratsnest�Place/Connection��Enter/Ref.Des. & Section�Назначаются автоматически, пользователь может назначить позиционные обозначения по командам Place/Part, Edit/Select Properties или Edit/Select и щелкнуть дважды левой кнопкой мыши��Enter/Replace Component�Edit/Select, выбрать компонент или группу однотипных компонентов, выполнить команду Edit/Properties и в окне Type задать другой тип компонента из загруженной библиотеки ��Enter/Sheet Number �Нет необходимости, так как поддерживаются многостраничные проекты��Enter/Uncommitted Pin�Edit/Select, выбрать подключенный к цепи вывод и выполнить команду Edit/Delete (или нажать клавишу Delete)��Enter/Wire�Place/Wire��Environment/Assign Layer Pairs�Не применяется��Environment/Attach Cust. Sold. Dots�”��Environment/Attach Padstacks�”��Environment/Change Units�Options/Configure/Units��Environment/Detail Mode�Нет необходимости��Environment/Display Statistics�File/Design Info/Statistics��Environment/DOS Shell�Не применяется��Environment/Edit Aperture Table�File/Gerber Out, затем нажмите кнопку Apertures��Environment/Mask Items�Options/Block Selection��Environment/Merge Polygon Voids�Edit/Select, затем выберите полигон, выполните команду Edit/Properties и нажмите радиокнопку Poured��Environment/Merge Voids by Layer�По команде Options/Block Selection маскируйте все объекты, кроме полигонов, по команде Edit/Select выберите все полигоны на текущем слое (по команде Edit/Select с нажатой клавишей Shift или команде выбора в окне) и нажмите радиокнопку Poured��Environment/Merge Voids by Poly�Edit/Select, затем выберите полигон, выполните команду Edit/Properties и нажмите радиокнопку Poured��Environment/Min. Polygon Size�Edit/Select, затем выберите полигон, выполните команду Edit/Properties и выберите окно Island Removal��Environment/Polygon Wire Clearance�Edit/Select, выберите полигон и выполните команду Edit/Properties и в графе Backoff введите значение зазора��Environment/Set Minimum Aperture�Не применяется��Environment/Set Snap Tolerance�Option/Preferences/Mouse/Cycle-Picking Threshold (в пикселах)��Environment/Symbol Mode �Utils/Library Manager��File/Clear Database�File/Clear или File/New��File/Create Plot File и Hardcopy/Print/Plot или утилита WinPlot�File/Print (Ctrl + P)��File/Level Pop�Не применяется (см. разд. 2.4, 3.4, 4.3)��File/Level Push�Edit/Explode Part и Utils/Library Manager��File/Load�File/Open (Ctrl + O)��File/Load Block�Edit/Paste from File��File/Print�File/Reports��File/Quit�File/Exit��File/Save (Symbol Mode)�Library/Symbol Save As��File/Save�File/Save (Ctrl + S)��File/Save Block�Edit/Copy to File��Fit/View�View/Extent��Group/Add Gate�Не применяется��Group/Change Name�”��Group/Remove Definition �”��Group/Remove Gate�”��Improve Plc/Components�”��Improve Plc/Gates�Utils/Optimize Nets��Last View�View/Last��Move/Attribute�Edit/Select, затем отбуксировать атрибут��Move/Component�Edit/Select, затем отбуксировать компонент��Move/Critical Path�Не применяется��Move/Group�”��Move/Object�Edit/Select, затем отбуксировать объект��Move/Objects�Edit/Select, затем выбрать по очереди объекты при нажатии клавиши Ctrl и отбуксировать объекты��Move/Undo�Edit/Undo (или нажмите U) для отмены последней операции��Move/Window�Edit/Select, затем выбрать объекты в окне и отбуксировать их��Name/Component�Автоматическое именование компонентов��Name/Net�Edit/Nets/Rename��Name/Pin (Symbol Mode)�См. разд. 2.4, 3.4, 4.3��Name/Reseq. Ref. Des.�Utils/Renumber, затем нажмите радиокнопку Ref Des ��Name/Reseq. Window�По команде Options/Block Selection маскируйте все объекты, кроме выбранных компонентов, затем выполните команды выбора в окне и Utils/Renumber��Name/Subnet�Edit/Select, затем выберите сегмент цепи и в меню Pop-up выберите строку Properties��Pan (Shift + кнопка 1 мыши)�View/Center (или клавиша C)��Pan/Введите координаты на строке состояний�View/Jump Location��Placement �Не применяются��Query/Apertures�File/Gerber Out, затем нажмите кнопку Apertures��Query/Component�Edit/Select, затем щелкните дважды на компоненте или выберите компонент, нажмите правую кнопку мыши и в меню Pop-up выберите строку Properties��Query Component/By Name�Edits/Parts/Jump��Query/Critical Path�Не применяется��Query/Group�”��Query/Net�Edit/Select, затем щелкните дважды на цепи или выберите цепь, нажмите правую кнопку мыши и в меню Pop-up выберите строку Properties��Query Net/By Name�View /Nets/Jump To Node��Query/Net Pins�Не применяется��Query/Net Vias�”��Query/Object�Edit/Select, затем щелкните дважды на объекте или выберите объект, нажмите правую кнопку мыши и в меню Pop-up выберите строку Properties��Query/Padstack�Edit/Select, затем выберите компонент, нажмите правую кнопку мыши и в меню Pop-up выберите строку Properties.  Выберите закладку Pattern Pads, нажмите на клавишу Pad Styles и по команде Modify (Simple) или Modify (Complex) задайте новый стиль стека контактных площадок��Query/Pin�Edit/Select, выберите вывод компонента при нажатой клавише Shift и в меню Pop-up выберите строку Properties ��Query/Polygon�Не применяется��Query/Polygon Window�”��Query/Trace�Edit/Select, выберите сегмент проводника и выполните команду Edit Nets/Info (измеряется длина всего проводника и оставшихся соединений)��Query/Via�Edit/Select, затем выберите ПО, нажмите правую кнопку мыши и в меню Pop-up выберите строку Properties��Recall View�Не применяется��Redraw�View/Redraw��Rotate/Component�Edit/Select, выберите компонент и нажмите клавишу R��Rotate/Object�Edit/Select, выберите объект и нажмите клавишу R��Rotate/Objects�Edit/Select, сделайте выбор в окне и нажмите клавишу R��Rotate/Undo�Edit/Undo (или нажмите U) для отмены последней операции��Rotate/Window�Edit/Select, сделайте выбор в окне и нажмите клавишу R��Swap/Component�Не применяется��Swap/Gate�Utils/Optimize Nets, выберите режим Manual или Auto Gate Swap��Swap/Pin�Utils/Optimize Nets, выберите режим Manual или Auto Pin Swap��Swap/Undo�Нет аналога при выполнении команды Utils/Optimize Nets/Auto, но может быть применена команда Edit/Undo после выполнения Utils/Optimize Nets/Manual��View Layer�Options/Display��View Window�View/Zoom Window (клавиша Z)���

Приложение 6. Назначение “горячих” клавиш ACCEL EDA

Приведем список “горячих” клавиш графических редакторов и менеджера библиотек системы ACCEL EDA, назначенных по умолчанию.



“Горячая” клавиша�Назначение��ACCEL Schematic��F1�Вызов помощи��Alt+F4�Завершение работы��Shift+F4�Вывод строки с именем файла схемы��Alt+щелчок кнопкой мыши�Перемещение выбранного объекта при отпущенной клавиши мыши��Клавиши стрелок �Перемещение курсора на один шаг сетки��Shift+клавиши стрелок�Перемещение курсора на 10 шагов сетки��Backspace�Стирание последнего сегмента линии��Ctrl+ щелчок кнопкой мыши�Выбор нескольких объектов��Del�Удаление выбранных объектов��Esc�Завершение ввода объектов щелчками мыши��Shift+ щелчок кнопкой мыши�Выбор элемента сложного объекта��Двойное нажатие клавиши “Пробел”�Эквивалентно щелчку левой клавиши мыши��“Серый +” или =�Увеличение масштаба изображения��“Серый -” �Уменьшение масштаба изображения��A�Переключение шага сетки��C�Центрирование изображения экрана относительно точки расположения курсора��Ctrl+C�Копирование выбранных объектов в буфер обмена Windows��D�Увеличение позиционного обозначения компонента (при выполнении команды Place/Part)��Shift+D�Уменьшение позиционного обозначения компонента (при выполнении команды Place/Part)��E�Выполнение временного файла макрокоманд��F�Зеркальное отображение графических объектов относительно оси Y ��G�Циклическое перелистывание вперед шага сетки в списке��Shift+G�Циклическое перелистывание назад шага сетки в списке��J�Ввод координат X, Y��L�Циклическое перелистывание вперед листов схемы��Shift+L�Циклическое перелистывание назад листов схемы��M�Начало или завершение записи файла макрокоманд��Ctrl+N�Открытие файла новой схемы��O�Циклическое переключение вперед режимов ввода��Shift+O�Циклическое переключение назад режимов ввода��Ctrl+O�Загрузка файла схемы��P�Увеличение позиционного обозначения компонента (номера секции) при выполнении команды Place/Part��P�Перелистывание стилей портов (не отпуская кнопки мыши при выполнении команды Place/Port)��Shift+P�Уменьшение позиционного обозначения компонента (номера секции) при выполнении команды Place/Part��Ctrl+P�Печать схемы��Q�Изображение контуров линий и полигонов (не заливая их краской)��R�Поворот объекта на 90о��S�Включение режима выбора объектов��Ctrl+S�Сохранение текущего файла��Ctrl+Z или U�Отмена последней законченной команды изменения схемы��Ctrl+V�Размещение содержимого буфера обмена Windows��W�Циклическое переключение вперед ширины линии��Shift+W�Циклическое переключение назад ширины линии��X�Переключение вида курсора (стрелка, малое и большое перекрестье)��Ctrl+X�Удаление выбранных объектов и помещение их в буфер обмена Windows��Y�Вызов меню Options sheet��Z�Вывод на весь экран окаймленной части изображения��ACCEL PCB��F1�Вызов помощи��Alt+F4�Завершение работы��Alt+щелчок кнопкой мыши�Перемещение выбранного объекта при отпущенной клавиши мыши��Клавиши стрелок �Перемещение курсора на один шаг сетки��Shift+клавиши стрелок�Перемещение курсора на 10 шагов сетки��Backspace�Стирание последнего сегмента линии��Ctrl+ щелчок кнопкой мыши�Выбор нескольких объектов��Del�Удаление выбранных объектов��\ или /�Прекращение незавершенной трассировки проводника��Esc�Завершение ввода объектов щелчками мыши��Shift+ щелчок кнопкой мыши�Выбор элемента сложного объекта��Двойное нажатие клавиши “Пробел”�Эквивалентно щелчку левой клавиши мыши��“Серый +” или =�Увеличение масштаба изображения��“Серый -” �Уменьшение масштаба изображения��A�Переключение шага сетки��C�Центрирование изображения экрана относительно точки расположения курсора��Ctrl+C�Копирование выбранных объектов в буфер обмена Windows��D�Увеличение позиционного обозначения компонента (при выполнении команды Place/Component)��Shift+D�Уменьшение позиционного обозначения компонента (при выполнении команды Place/Component)��E�Выполнение временного файла макрокоманд��F�Зеркальное отображение графических объектов относительно оси Y или перенос компонента на противоположную сторону ПП��G�Циклическое перелистывание вперед шага сетки в списке��Shift+G�Циклическое перелистывание назад шага сетки в списке��J�Ввод координат X, Y��L�Циклическое перелистывание вперед слоев ПП��Shift+L�Циклическое перелистывание назад слоев ПП��M�Начало или завершение записи файла макрокоманд��Ctrl+N�Открытие файла новой схемы��O�Циклическое переключение вперед режимов ввода��Shift+O�Циклическое переключение назад режимов ввода��Ctrl+O�Загрузка файла схемы��Ctrl+P�Печать схемы��Q�Изображение контуров линий и полигонов (не заливая их краской)��R�Поворот объекта на 90о��Shift+R�Поворот объекта на заданный угол (параметр Rotation Increment)��S�Включение режима выбора объектов��Ctrl+S�Сохранение текущего файла��Shift+T�Перенос на текущий слой выбранных объектов, расположенных на одном слое��Ctrl+Z или U�Отмена последней законченной команды изменения схемы��Ctrl+V�Размещение содержимого буфера обмена Windows��W�Циклическое переключение вперед ширины линии��Shift+W�Циклическое переключение назад ширины линии��X�Переключение вида курсора (стрелка, малое и большое перекрестье)��Ctrl+X�Удаление выбранных объектов и помещение их в буфер обмена Windows��Y�Вызов меню Options layers��Z�Вывод на весь экран окаймленной части изображения��Library Manager��Клавиши стрелок �Перемещение указателя по таблице выводов компонента��End�Перемещение указателя в конец строки��Enter�Завершение редактирования и переход на следующую ячейку таблицы��Home�Перемещение указателя в начало строки��Tab�Переход на следующую ячейку таблицы��Shift+Tab�Переход на предыдущую ячейку таблицы��F1�Вызов помощи��Alt+F4�Завершение работы��Ctrl+C�Копирование выбранных объектов таблицы в буфер обмена Windows��Ctrl+K�Проверка правильности заполнения текстовой информации о компоненте��Ctrl+N�Создание нового компонента для включения в дальнейшем в библиотеку��Ctrl+O�Загрузка существующего компонента из библиотеки��Ctrl+S�Сохранение компонента в библиотечном файле, из которого он был загружен��Ctrl+U�Отмена последней законченной команды��Ctrl+X�Удаление данных из всех выбранных ячеек таблицы и помещение их в буфер обмена Windows��Ctrl+ Page Up�Перемещение указателя на первую строку таблицы��Ctrl+ Page Down�Перемещение указателя на последнюю строку таблицы��Page Up�Перемещение указателя вверх��Page Down�Перемещение указателя вниз��
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